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(57) Abstract: The invention relates to a method for coating a transponder, wherein said transponder is provided with a thin covering

ayer on both sides. The aim of the invention is to coat transponders with the thinnest possible overall layer thickness and with
I~ the greatest possible degree of automation in a fast manufacturing sequence. This is achieved in that a first film layer made of a
& polyamide -based hot-melt-type adhesive is initially applied from one side of the transponder and then a second film layer made of
= polyamide-based hot-melt-type adhesive is then applied from the other side of the transponder.

/0

] (57) Zusammenfassung: Mit einem Verfahren zum Ummanteln eines Transponders, bei welchem der Transponder beidseitig mit
einer diinnen Deckschicht versehen wird, soll eine Losung geschaffen werden mit der Transponder mit mdglichst hohem Automa-
tisierungsgrad bei moglichst geringer Gesamtschichtdicke bei schnellem Fertigungsablauf ummantelt werden kénnen. Dies wird
dadurch erreicht, dass auf den Transponder zunéchst von einer Seite eine erste Fillmschicht aus Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis
und anschliessend von der anderen Seite eine zweite Filmschicht aus Schmelzklebstoft auf Polyamidbasis aufgebracht wird.
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"Verfahren zum Ummanteln eines Transponders”

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ummanteln eines Trans-
ponders, bei welchem der Transponder beidseitig mit

einer Deckschicht versehen wird.

Transponder, dig beispielsweise zur Personenerkennung, Tier-
erkennung, Kleidungserkennung oder als Smart-Card verwendet
werden, werden flir den Industrieeinsatz Ublicherweise beidsei-
tig mit einer Deckschicht versehen, um die Bauteile des Trans-
ponders (Antenne und sonstige elektronische Bauteile) gemeinsam
handhabbar 2zu machen und vor &uferen Umgebungseinfliissen zu
schiitzen. Dazu werden die Transponder bisher mit mehreren
Kunststoffplattchen verklebt und anschlieRRenc verpresst. Dieses
Ummantelungsverfahren ist recht aufwendig, da mehrere Schichten
miteinander verbunden werden missen. Das Einlegen der
Transponderbauteile erfolgt dabei meist von Hand durch einen

Bediener, was zusédtzlichen Aufwand bedeutet.

Zur Herstellung von Formteilen zum Abdichten von Steckverbin-
dern oder als Vergussmasse filir die elektronischen Komponenten
ist es bekannt, Schmelzklebstoffe zu verwenden. So werden
Schmelzklebstoffe beispielsweise seit Jahren filir wasserdichte
Steckverbinder eingesetzt. Darilber hinaus gibt es auch spe-
zielle Schmelzklebstoffe auf Polyamidbasis (z.B. Produkt Ma-
cromelt der Anmelderin), die mehr als nur eine wasserdichte
Verklebung bereitstellen. Ein solcher Klebstoff wverhindert
ndmlich nicht nur das Eindringen von Feuchtigkeit in den
Stecker, sondern gibt dem Steckverbinder auch mechanische
Festigkeit und erfillt noch andere Aufgaben, die bisher wvon
zusédtzlichen kostenintensiven Kunststoffteilen erfiillt werden.

Die Schmelzklebstoffe dieser Art basieren z.B. auf Polyamid

und weisen einen Schmelzbereich von 120° bis 180° C auf. Sie
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haften auf vielen Kunststoffen, wie Polyethylen, Polyvenyl-
chlorid sowie Polyamid und sind niedrig viskos. In einem dem
Spritzguss verwandten Verfahren wird der erhitzte Schmelikleb—
stoff in ein Werkzeug gespritzt. Die dinnfliissige Schmelze ist
geeignet, auch ohne hohen Druck filigrane Bauteile zu umflie-
RBen, ohne die Funktionen der Bauteile 3zu beeintridchtigen.
Schon bei einem Druck zwischen 5 und 10 bar gelangt der Kleb-
stoff in engste Zwischenrdume. Der niedrige Druck hat zur Fol-
ge, dass das gesamte Verfahren sehr wirtschaftlich ist, da die
Maschine auf diese geringe Belastung ausgelegt werden kann.
Die Werkzeuge kénnen preisgiinstig aus Aluminium hergestellt
werden. Diese Verfahren eignen sich beispielsweise zum Ver-
gieffen von Kabeldurchfiihrungen oder zur Aderisolierung. Der
Verguss von Schaltern, Steckern, Kontakten, Senéoren und an-
deren elektronischen Bauelementen ist ebenfalls méglich und
erdffnet ein weiteres Einsatzgebiet. Uberall dort, wo elektri-
sche Stréme flieRen und eine Abdichtung notwendig ist, 1l&Rt

sich ein solches Verfahren einsetzen.

Es wdre somit grundsdtzlich méglich, Transponder mit diesem
sogenannten Macromelt-Moulding-Verfahren mit Schmelzklebstoff
zu vergiefen. Dazu wilirde der Transponder in eine Werkzeugform
gelegt und die erste Schicht aufgetragen. Danach miiRte der
Schmelzklebstoff-Transponderverbund in die ndchste Werkzeug-
form eingelegt werden, um diesen mit einer weiteren Deck-
schicht zu versehen. Ein solches Verfahren ist jedoch gegen-
wdrtig nicht automatisierbar und diinne Vergﬁsse (Enddicke im

Bereich von 0,4 bis 0,5 mm) sind nicht méglich.

Aus DE 199 42 932 Al ist ein Verfahren zum Herstellen von
Chipkarten bekannt. Dabei wird zundchst ein Bogen aus einer
Kunststofffolie mit mindestens der doppelten Fldche der Chip-
karte hergestellt. In diesen Bogen wird wenigstens eine Falz-
linie eingebracht, so dass auf jeder Seite symmetrisch zur

Falzlinie mindestens die Fl&che einer Chipkarte verbleibt.
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AnschliefRend wird wenigstens ein Bauelement und/oder eine Aus-
sparung fiir ein Bauelement in bzw. auf den Bogen eingebracht
bzw. aufgebracht und der Bogen auf einer Seite vollflédchig
oder bereichsweise mit einem aktivierbaren Kleber versehen.
Anschlieflend wird der Bogen entlang der Falzlinie mit der Kle-
beflédche nach innen zusammengefaltet, gepresst und gleichzei-
tig der Kleber mit einem Verfahren aktiviert, welches das Ma-
terial des Bogens im wesentlichen unverdndert 1&8t, né&mlich
beispielsweise mittels Mikrowellen oder elektrisch durch Wi-
derstandsschweiffen oder im Magnetfeld oder durch den Press-
druck. Auch dieses Verfahren ist offensichtlich sehr aufwen-
dig, wére aber grundsdtzlich auch zur Ummantelung von Trans-

pondern geeignet.

Aufgabe der Erfindung ist es, Transponder mit méglichst hohem
Automatisierungsgrad bei méglichst geringer Gesamtschichtdicke

bei schnellem Fertigungsablauf ummanteln zu kénnen.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs bezeichne-
ten Art erfindungsgemdfd dadurch gelést, dass auf den Transpon-
der zundchst von einer Seite eine erste Filmschicht aus
Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis und anschlieffend von der
anderen Seite eine zweite Filmschicht aus Schmelzklebstoff auf

Polyamidbasis aufgebracht wird.

Anders als bisher bei derartigen Schmelzklebstoffgussverfahren
wird somit der Transponder nicht in eine Werkzeugform einge-
setzt und mit dem Schmelzklebstoff vorzugsweise Macromelt ver-
géssen, sondern aulerhalb eines Werkzeuges zundchst von einer
Seite filmférmig beschichtet und dann von der anderen Seite.
Dieser Verfahrensablauf ist offensichtlich einfacher, schnel-
ler und vollstdndig automatisierbar, es lassen sich auch ge-

ringe Schichtdichten verwirklichen.

Nach einer ersten bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen,
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dass der Transponder auf einer Trédgerschicht zugefihrt und
dann die erste Filmschicht aufgebracht wird, nachfolgend die
Trigerschicht vom Transponder entfernt und dann die zweite
Filmschicht aufgebracht wird. Der bzw. die Transponder kdnnen
beispielsweise auf einem Trégerpapier (Rollenware) liegen und
werden so mit dem ersten Macromeltfilm versehen. Danach werden
die Transponder vom Trdgerband entfernt und erhalten von der

anderen Seite die zweite (Deck-)Filmschicht.

Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass der Transponder auf
einem Férderband zugefiihrt und auf dem Férderband mit der
ersten Filmschicht versehen wird. Eine zusdtzliche Tréger-
schicht ist dann entbehrlich, die einseitig beschichteten
Transponder miissen dann zur weiteren Beschichtung mit der

zweliten Filmschicht vom Fdérderband abgenommen werden.

Bevorzugt ist selbstverstdndlich vorgesehen, dass gleichzeitig
mehrere Transponder in Abstand zueinander zugefithrt und be-

schichtet werden.

Um méglichst geringe Schichtdicken erreichen zu kénnen, ist
ferner vorgesehen, dass nach dem Aufbringen der zweiten Film-
schicht der beidseitig beschichtete Transponder durch Press-
rollen gefiihrt wird. Dies geschieht vorzugsweise zu einem
Zeitpunkt, zudem die Filmschichten noch nicht erkaltet sind.
Durch diese zusdtzliche Verpressung lassen sich Schichtdicken

im Bereich von 0,4 bis 0,5 mm erreichen.

Werden gleichzeitig mehrere Transponder auf diese Art hinter-
einander beschichtet, die somit kettenfdérmig miteinander ver-
bunden sind, so konnen die einzelnen, so beschichteten Trans-
ponder anschlieffend durch Stanzen oder Schneiden auf einfache

Weise in die gewlinschte Form gebracht werden.

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung beispiel-
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haft ngher erldutert. Diese zeigt jeweils in stark vereinfach-

ter schematischer Darstellung in

Fig. 1 die zufithrung von zu ummantelnden Transpondern auf
einer Trdgerschicht wdhrend der einseitigen Be-

schichtung und in,

Fig. 2 die von der Trégerschicht befreiten, mit der zweiten

Filmschicht zu versehenden Transponder.

In Fig. 1 ist eine streifenfdrmige Trégerschicht mit 1 be-
zeichnet. Diese Trigerschicht kann beispielsweise aus Papier
bestehen und als Rollenware ausgebildet sein. Auf dieser Tré&-
gerschicht 1 sind hintereinander beabstandet voneinander meh-
rere stark vereinfacht dargestellte, zu ummantelnde Transpon-
der 2 angeordnet, die von einer Zufihreinheit Z beabstandet

zueinander zugefliihrt werden.

Mittels einer Verspriiheinrichtung 3, die relativ gegeniber der
Tragerschicht 1 verfahrbar ist, wobei entweder die Versprih-
einrichtung 3 oder die Tragerschicht 1 bewegt wird, wird auf
die Transponder 2 zunédchst von der freien Oberseite eine Film-
schicht aus Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis, beispielsweise
Macromelt, aufgespriiht. Diese erste Filmschicht ist in Fig. 1
mit 4 bezeichnet. Die so einseitig beschichteten Transponder
2 werden anschlieffend vorzugsweise durch Pressrollen 6

gefihrt.

AnschlieRend wird die Trégerschicht 1 von der ersten Film-
schicht 4 und den Transpondern 2 abgeldst. Die Transponder
verbleiben dabei an der ersten Filmschicht 4. Diesen Zustand
zeigt Fig. 2 (linke H&lfte), wobei bei diesem Beispiel die
nunmehr miteinander verketteten Transponder 2 mit der Film-
schicht 4 auf den Kopf gedreht worden sind, so dass sich die

freie, noch nicht bedeckte Seite der Transponder 2 wiederum
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oben befindet. Mittels der Verspriitheinrichtung 3 wird nun die
obere freie Seite der Transponder 2 ebenfalls mit Schmelzkleb-
stoff bespriiht bzw. beschichtet, so dass eine zwelite obere
Filmschicht entsteht, die in Fig. 4 mit 5 bezeichnet ist.
S&mtliche Transponder 2 sind somit nunmehr vollstdndig zwi-
schen den beiden Filmschichten 4 und 5 eingeschlossen‘bzw.
ummantelt. Um die Schichtdicke zu verringern, ist dabei vor-
teilhaft vorgesehen, dass vor dem Erkalten der Filmschichten
4 und 5 die so beschichteten Transponder 2 durch Pressrollen

6 gefihrt werden.

AnschliefRend werden die so verpressten, aber noch miteinander
verketteten Transponder 2 durch Stanzen oder Schneiden verein-
zelt und in die gewlinschte Form gebracht, was zeichnerisch

nicht dargestellt ist.

Natirlich ist die Erfindung nicht auf die dargestellten Aus-
fihrungsbeispiele beschrankt. Weitere Ausgestaltungen sind
méglich, ohne den Grundgedanken zu verlassen. So miissen grund-
sdtzlich die Transponder 2 nicht auf einer Trédgerschicht 1 an-
geordnet werden, sie kénnen auch beispielsweise auf ein Fdr-
derband positioniert und auf dem Férderband selbst mit der

ersten Filmschicht 4 beschichtet werden.
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Ansprliche:

1. Verfahren zum Ummanteln eines Transponders, bei welchem der
Transponder beidseitig mit einer Deckschicht versehen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf den Transponder zundchst von einer Seite eine
erste Filmschicht aus Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis
und anschlieRBend wvon der anderen Seite eine zweite
Filmschicht aus Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis

aufgebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Transponder auf einer Trédgerschicht zugefiihrt und
dann die erste Filmschicht aufgebracht wird, nachfolgend
die Tr&gerschicht wvom Transponder entfernt und dann die

zweite Filmschicht aufgebracht wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Transponder auf einem Forderband zugefihrt und auf

dem Fdrderband mit der ersten Filmschicht versehen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurch gekennzeichnet,
dass gleichzeitig mehrere Transponder in Abstand zueinander

zugefiihrt und beschichtet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach dem Aufbringen der zweiten Filmschicht der beid-
seitig beschichtete Transponder durch Pressrollen gefiihrt

wird.
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6. Verfahren nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der beschichtete Transponder vor dem Erkalteh der

Filmschichten durch die Pressrollen gefiithrt wird.
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